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Streszczenie 

WSPOMAGANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PŁYTEK DRUKOWANYCH  
Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU CADSTAR 

Na rynku aplikacji CAD dostępnych jest wiele programów służących do projek-
towania obwodów drukowanych. W przypadku korzystania z najprostszych roz-
wiązań zawarta w bibliotekach liczba elementów na ogół nie przekracza 100–200 
sztuk. Bardziej zaawansowane aplikacje zawierają kompleksowe, w pełni zinte-
growane narzędzia, które z powodzeniem umożliwiają projektowanie złożonych 
obwodów drukowanych. Efektem finalnym jest wykonanie wydruku na fotoplote-
rze lub drukarce w formacie Gerber, wykorzystywanym przez profesjonalne zakła-
dy trudniące się wytwarzaniem obwodów drukowanych. Obecnie z oprogramowa-
nia Cadstar produkowanego przez japońskie konsorcjum Zuken korzystają czołowe 
firmy produkujące sprzęt elektroniczny (obok Altium Limited, Mentor Graphics  
i Cadence). Oprogramowanie zostało uhonorowane wieloma prestiżowymi nagro-
dami, jak chociażby nagrodą w kategorii „Design Tools and Software” w konkursie 
zorganizowanym przez magazyn „Elektronik & Entwicklung” za kompatybilność  
z innymi, wiodącymi systemami projektowania i wytwarzania obwodów drukowa-
nych. W publikacji przedstawiono od strony teoretycznej podstawowe reguły doty-
czące projektowania płytek drukowanych oraz od strony praktycznej narzędzia 
CAD pakietu Cadstar służące do projektowania płytek drukowanych. 

 
 
 

Summary 

COMPUTER AIDED DESIGN OF PRINTED CIRCUIT BOARDS WITH THE USE 
OF THE CADSTAR PACKAGE 

At present there are many CAD programs for designing printed circuit boards 
available. In the simplest solutions the libraries usually include no more than  
100–200 items. State-of-the-art computer applications include fully integrated 
solutions capable to design complicated printed circuits. The final effect is to print 
the project on a photoplotter or on a printer in Gerber file which is used by 
professional companies dealing with manufacturing of printed circuit boards. 
Currently the software made by Zuken consortium is most frequently used by 
leading companies operating in electronics manufacturing (along with Altium 
Limited, Mentor Graphics and Cadence). That software has been awarded many 
prestigious prizes, e.g. from „Elektronik & Entwicklung” magazine for its 
compatibility with other leading systems of computer aided design for 
manufacture. In the present book both the theoretical rules of the design of printed 
circuit boards and practical aspects of the CAD package are presented. 
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